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深圳中科飞测科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                   编号：2025-002 

投资者关系活动

类别 

 

☑特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

☑其他 （电话会议、网络会议等形式） 

参与单位名称 

博时基金、长江证券、东方基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、华

安证券、华源证券、汇添富基金、嘉实基金、太平资产、天风证券、信

达澳亚基金、新华资产、易方达基金、中信证券等 

时间 2025 年 4 月 29 日-5 月 29 日 

地点 中科飞测办公室、线上会议 

上市公司接待人

员姓名 

古凯男  董事会秘书 

黄茵  证券事务专员 

投资者关系活动

主要内容介绍 

1、关于一季度收入同比增速放缓的原因、最新的业绩情况以及全

年业绩展望。 

答：公司一季度收入规模相对较小、单台设备价值量较大，且验收

的设备数量在各个季度并不平均分布，一季度同比增速放缓属于正常

的季节性波动。公司目前产品进展及订单情况良好，对于 2025 年全年

营收增长有信心保持和过去几年相当的水平。 

 

2、关于明暗场设备的工艺节点、验证进展和竞争优势。 

答：目前公司已出货的明暗场设备均已覆盖先进制程工艺节点，从

客户端反馈的验证情况顺利，正在按与客户协商的进度计划推进。公司

在明暗场设备具有很强的竞争优势，主要原因是： 

（1）技术方面：公司在明暗场设备上的研发投入时间均超过 3 年，

并且部分核心技术与公司已批量量产设备有很强的共通性，公司通过

科学高效的研发组织架构，使得不同设备间的研发知识和经验有效共



享，进一步提升设备研发和迭代效率； 

（2）客户资源方面：公司作为国内半导体质量控制设备领军企业，

客户数量超过 200 家、累计出货数量超过 1000 台，并于与多家国内头

部客户建立了良好稳定的合作关系，历史上数十款设备的成功验证经

验使得客户对公司新产品能够验证成功积累了良好的信任基础； 

（3）产品进展方面：公司明暗场设备较早地进入到了国内多家头

部客户产线上进行工艺开发与应用验证工作，并实现小批量出货，在设

备验证成熟度和出货数量上均具有显著优势。 

 

3、关于七大量产设备的升级迭代进展、国内市占率情况以及未来

增长预期。 

答：目前公司各系列量产设备迭代升级进展与国内客户前沿的产

线扩展需求相匹配。目前高端半导体量检测设备国产化率仍相对较低，

随着公司新产品的持续推出及先进制程设备成熟度不断提升，公司作

为国内半导体质量控制设备的领军企业，将通过自身发展带动高端半

导体质量控制设备国产化率持续增长。 

 

4、关于先进制程和 HBM 先进封装客户的扩产需求、订单情况、

产品布局以及竞争优势。 

答：先进制程的扩产以及 HBM 等新兴应用带来的扩产是 2025 年

主要的市场需求增长因素。目前公司各系列量产设备以及正在验证中

的设备能够覆盖到先进制程的产品需求，3D AOI 设备、三维形貌量测

设备、套刻精度量测设备也均已经通过 HBM 先进封装工艺的验证，公

司有望在扩产中显著受益。 

 

5、关于软件产品的发展定位以及未来规划。 

答：公司三大系列软件产品是公司为客户提供的质量控制解决方

案中重要的组成部分。目前，公司开发的三大系列智能软件已全部应用

在国内头部客户，并不断提高在不同应用领域的覆盖度，结合质量控制



设备产品组合，使得客户能够准确测量并且集中管理和分析芯片制造

过程中产生的所有检测、量测、电性测试等良率相关数据，有效地提升

半导体制造良率和产品性能。公司“设备+软件”的产品组合构成了全

方位的良率管理解决方案，软件产品的持续推广有望进一步提升公司

与客户合作粘性以及公司综合竞争力。 

 

6、关于未来研发费用率变动以及利润预期。 

答：公司去年研发投入大幅增长主要是研发人员数量及薪酬增长，

以及部分新产品研发初期发生的研发投入比较大。随着在研项目持续

推进、产品布局逐渐完善、研发团队建设基本完成，未来研发支出增速

将有所放缓，研发费用率会整体呈现下降的趋势。受此影响，2025 年

度盈利水平有望得到改善。 

 

7、关于当前国内竞争形势及未来趋势。 

答：公司通过十余年的经营积累，在核心技术积累、产品覆盖广度

和深度、客户资源、市占率等方面在国内企业中占据显著优势，未来公

司将继续致力于高端半导体质量控制领域，以自身发展带动国产化率

的提升。 

 

8、关于产能建设情况、再融资进展以及预计发行日期。 

答：公司位于广州的 IPO 募投项目“高端半导体质量控制设备产

业化项目”建设顺利，项目全面投产后将较大程度提升公司产能规模及

综合竞争力。 

基于公司长期发展规划，公司拟通过再融资在上海张江规划建设

综合产业化基地，目前再融资在交易所审核阶段，公司将根据相关要求

及时披露审核进展情况及后续发行安排。 

 

除以上问题外，其余交流内容已在之前发布的投资者关系活动

记录表或定期报告等公告中披露，本次不再重复披露。 

 


